Leiterplattenfertigung Materialverzug

Irn Zuge der Miniaturisierung der Elektro-
nik werden die Verzugstoleranzen in der
Leiterplattenherstellung enger

gezogen — eine Herausforderung

fiir die Elektronikfertigung.
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Am Landeplatz wird es eng

Hochprazise Leiterplattenfertigung beriicksichtigt den Materialverzug

Mit der Miniaturisierung elektronischer Gerate und Bauelemente werden auch die Layouts fiir die Leiterplatten
immer feiner. Auf der Platine wird es zunehmend enger, die Landeflichen far SMD-Pads werden kleiner, Bisher
tolerable Ungenauigkeiten in der Leiterplattenfertigung und beim Bestlicken und Verldten der Bauelemente

fithren so zur Fehlfunktion der gesamten Schaltung.

Asitar: Valker Feyerabiend

n einem Projekl cines Elektronikherstellers mit

bestehender Ledterplatten-Licferantenbasis soll

len neue, engere Spezilikationsanforderungen fiir
cinen Prototyp im SMT Prozess erfillt werden. Bei
der Verarbeitung der Bauleile wird mithilfe einer
Schablone die Litpaste auf dic Leiterplatte gedruckt,
Gelorderl war dabei cine hihere Genauigkeit mil
kleincren Toleranzen, wie sie hisherige Leiterplation-
hersteller nicht crreichten, Der Schwarzwilder Scha
blonen und Leiterplattenhersteller Becker & Miiller
Schaltungsdruck hatte sich bereits fir hithere CGenau-
ighciten mil Investitionen und eigenen Testreihen
gerisiel und konnte zeitnah auf diese Anforderung
cingehen. Der lechnisch grifite Schritt war die Inves
Lition in cinen Dircktbelichter, der das Lavoul der
Schallung dirckt und sehr genau auf das Trigerma
terial aulbringt. Somit entfallt der sonst tibliche Ywi
sthenschritl @ber cinen Film, der das Layout fiber
Irigl. Das Filmmalerial untorlag gewissen Dimensi-
onsverinderungen, dic zu Ungenauighkeiten fithrten.

Thermische Einfliisse genau bestimmt
Einweilerer wichbiger Schritt war die genaue Beob

achiung und Analyse, wie sich die unterschiedlichen
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Basismaterialien der Leiterplatten unter thermischen
Einfliissen verhalten. Dimensionsinderungen des
Basismaterials wihrond der Produktlionsprosesse sind
normal, [ieser Materialverzug istnichbweiler sirend,
solange der Verzug die Fertigungsqualitat bei de
SMIr-Bestickung nicht beeintrichtigl. Wenn aber
auch nach bester Ausrichtung der Schablone zur Lei
terplatte die duleren SMD-Pads nur noch war Hille
deckend sind, dann ist cin zuverissiger Droack nichl
mehr mdelich (Bild 1).

Fine Lisumg bietot eine GrdBenanpassung {Shkalic
rungy der Schablome, [as ist allerdings crst nach der
Fertigung der Letterplatte und deren praziser Ver
raessung midglich, Bei der Pertigung von Schablonen
selbst treten nur geringe Toleranzen aul, weil diese ki
ni: thermischen Prozesse durchlaufen miissen  dicser
Materialverzug ist also nicht relevant.

Ein alternativer, neuer Ansatz ist os, dic Leiterplal
te dimensionsgenau hereustellen, Durch die intensi
ve Weiterentwicklung und das Ausreizen der beste
henden Provesse bei der Pertigung kann so der Ver
zupg von Leiterplatten, der im Standardprozess bis zu
+100 prrmanf 250 mm Linge botragt, wesentlich vor
bessert werden.
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Bild 2: Materialverzug bei der Leiterplattenfertigung nach der Prozess-
aptimicrung (Messung in X-Richtung). Die Abweichungen sind wesent-
lich geringer als zuvor.
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Bild 1: Materialverzug bei dar Leiterplattenfertigung vor der Prozessoptimie-
rung [Messung in X-Richtung)

In dem konkreten Pro g zesscontrollings und durch Analvsen des gesamten

Proeesses exakt bestimml. Diese werden bei engen

ters. Die Verziige sind jedoch durch die Beschaffenheit  Spezifikationsanforderungen (kleiner als die Stan

des Materials in x- und v-Richtung unterschiedlich  dard-Toleranzen) in den Produktionsprozess mit oin-

grok. Dies hat Becker & Maller in seinem Lasungs geplant, Um den hohen Qualitiisanforderungen

ansatz bertcksichtigt. Die GroBe des Layouts wird  nachzukermmen, wird im Prozess sichergestellt, dass

fiir den Pastendruck an die thermischen Eigenschalf - dic Leiterplattenausrichtung immer gleich isl, idw) m
ten des Leiterplattenmaterials angepasst beziehungs

woise skaliert. Matirdich muss auch hier an die kar- R Migr
Autor
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freier fournalist, Reutlingen

rekte Ausrichtung der Lesterplatte gedacht werden:

Die Fertigung erreichte auf diesem Weg eine Toleranz

=25 pm. Dhe Ubersicht in Bild 2 zeigt
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DIESER NEUE JET DISPENSER STELLT
SICH IHREN HERAUSFORDERUNGEN




